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AMELIORATION DE LA STRUCTURE THERMO-DISSIPATIVE D'UN MODULE DE PUCE A PROTUBERANCES. 

Une structure therm o-dissipative d'une puce a protu- 
berances utilise une resine epoxy (41) pour entourer com- 
pletement le module (1 ) de puce a protuberances, le module 
de puce a protuberances comprenant un substrat (1 1 ) ayant 
un fond pourvu d'une pluralite de boules de soudure (111) 
et ayant un dessus sur lequel le module de puce a protube- 
rances est mis en boTtier, dans lequel des perles de soudure 
sur le substrat sont completement entourees par un mate- 
riau de remplissage (31), le module (1) de puce a protube- 
rances etant recouvert de resine epoxy (41) avec des 1 
particules conductrices, de sorte que le contact direct entre : 
Tepoxy (41) et le module (1) de puce peut reduire la lon- 
gueur du chemin de transfert de chaleur, augmentant ainsi 
I'efficacite de la dissipation de chaieur. 
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AMELIORATION DE LA STRUCTURE THERMO-DISSIPATIVE 
D'UN MODULE DE PUCE A PROTUBERANCES 

La figure 1A illustre la structure thermo-dissipative classique d'un 
module de puce a protuberances. Comme on le voit, le module T de puce 
a protuberances comport* un substrat 11* place au fond avec une pluralite 
de boules de soudure 111'. Sur le dessus du substrat 11' une puce a 
protuberances 12' est mise en boTtier en entourant des perles de soudure 
en metal 121" et la puce 12' avec de la resine synthetique 13*. Un couvercle 
thermo-dissipatif 16' est monte sur la puce 12' par un agent thermo- 
dissipatif/agent adhesif 14' sur I'inteneur du dessus et un agent thermo- 
dissipatif/agent adhesif 1 5* au fond du couvercle thermo-dissipatif 1 6'. 

La figure 1B illustre une autre structure thermo-dissipative classique 
d'un module de puce a protuberances. Une puce a protuberances 22' est 
mise en boitier sur le dessus d'un substrat 21" en entourant des perles de 
soudure en metal 221' et la puce 22' avec de la resine synthetique 23'. Une 
plaque superieure plate 27' est fixee au dessus de la puce 22' par un agent 
thermo-dissipatif/agent adhesif 24'. Un cadre thermo-dissipatif 271' est 
dispose sous la plaque superieure plate 27' et reuni au fond de la plaque 
superieure plate 27' par une resine thermo-dissipative/un agent adhesif 25'. 
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Puis, le fond du cadre thermo-dissipatif 271' est fixe au dessus du substrat 
21 ' par une resine thermo-dissipative/un agent adhesif 26'. 

La figure 1C illustre une troisieme structure thermo-dissipative 
classique d'une puce a protuberances. Comme on le voit, une puce a 

5 protuberances 32' est mise en boTtier sur le dessus d'un substrat 3V en 
entourant des perles de soudure en metal 321' et la puce 32' avec de la 
resine synthetique 33* Une plaque thermo-dissipative 35' est fixee au 
dessus de la puce 32' par un agent thermo-dissipatif 34'. 

Bien que les structures classiques precitees puissent dissiper I'exces 

10 de chaleur produit par une puce, il est impossible de construire la structure 
thermo-dissipative sur la puce sur la meme plate-forme de travail, ce qui 
oblige a transporter tout le module de puce a protuberances sur une autre 
ligne de production et rend done le processus tres complique. De plus, 
I'exces de chaleur produit par la puce doit etre transfere a la structure 

is thermo-dissipative au moyen d'un agent thermo-dissipatif entre la puce et 
la structure thermo-dissipative. Autrement dit, d'autres parties de la puce 
ne sont pas en contact avec la structure thermo-dissipative, ce qui rend 
impossible la dissipation rapide de I'exces de chaleur produit par la puce. 
Comme la structure thermo-dissipative est fixee a la puce par un agent 

20 thermo-dissipatif et que meme leg elements de la structure thermo- 
dissipative sont reunis ensemble par un agent thermo-dissipatif, de sorte 
- que la structure thermo-dissipative est faite de materiaux ayant des 
coeficients de dilatation differents, I'allongement ou la diminution de 
longueur des elements de la structure thermo-dissipative sont differents, ce 

25 qui cause de serieux problemes a la structure thermo-dissipative. 

C'est done un objet de la presente invention de fournir une structure 
thermo-dissipative amelioree d'une puce a protuberances qui peut eviter et 
attenuer les inconvenients indiques ci-dessus. 

30 Les figures 1A, 1B et 1C illustrent differentes structures thermo- 

dissipatives de I'art anterieur d'un module de puce a protuberances. 
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La figure 2 est une vue en coupe illustrant la structure thermo- 
dissipative d'un module de puce a protuberances selon la presente 
invention. 

Comme le montre la figure 2, la structure thermo-dissipative d'un 
module de puce a protuberances selon la presente invention utilise une 
resine epoxy pour entourer completement le module de puce a 
protuberances, Comme on le voit, le module 1 de puce a protuberances 
comprend un substrat 11 ayant un fond pourvu d'une pluralite de boules de 
soudure 111 et ayant un dessus sur lequel le module 1 de puce a 
protuberances est mis en boTtier, les pedes de soudure 111 etant 
completement entourees par un materiau de remplissage 31. 

Le module 1 de puce a protuberances est recouvert de resine epoxy 
41 avec des particules bonnes conductrices, par exemple, en cuivre, en or, 
en aluminium, en argent, etc., de sorte que le contact direct entre I'epoxy 
41 et la puce 21 peut reduire la longueur du chemin de transfer! de chaleur, 
augmentant ainsi I'efficacite de la dissipation de chaleur. 

La structure thermo-dissipative peut etre formee sur le module de 
puce a protuberances sur la meme plate-forme de travail que pour la mise 
en boTtier de la puce a protuberances, ce qui rend inutile le transport du 
module de puce a protuberances sur une autre ligne de production et reduit 
ainsi le temps de fabrication. En outre, comme la puce est completement 
entouree de resine epoxy. la fixation et la dissipation de chaleur de la puce 
sont meilleures. De plus, comme la structure thermo-dissipative n'est faite 
que d'un seul materiau, c'est-a-dire de la resine epoxy, la structure thermo- 
dissipative n'est pas influencee par des coefficients de dilatation differents. 

II faut noter, toutefois, que le substrat 11 peut etre remplace, si 
necessaire, par une grille de connexion. 
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REVENDICATIONS 

1 Structure thermo-dissipative d'un module (1) de puce a 
protuberances caracterisee en ce qu'elle comprend de la resine epoxy (41) 
entourant complement ledit module de puce a protuberances, led.t 
module de puce a protuberances comprenant un substrat (11) ayant un 
fond pourvu d'une pluralite de boules de soudure (111) et ayant un dessus 
sur lequel ledit module de puce a piptuberances est mis en boitier, dans 
lequel des pedes de soudure (211) sur un substrat sent complement 
entourees par un materiau de remplissage (31). ledit module de puce a 
protuberances etant recouvert de resine epoxy (41) avec des part,cules 
conductrices, de sorte qu'un contact direct entre ladite epoxy et ledrt 
module (1) de puce peut reduire la longueur du chemfn.de transfBrt.de 
chaleur, augmentant ainsi Pefficacite de la dissipation de chateur. 
2 Structure thermo-dissipative d'un module de puce a protuberances 
comprenant de la resine epoxy selon la revendication 1. dans laquelle ledit 
substrat est remplace par une grille de connexion. 
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FIG. 1 C 
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